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以下資料由英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司自行輸入，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司負責。
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   公司簡介
   主要業務項目
   最近二年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近二年度簡明資產負債表及申請年度截至最近期止之自結合併資產負債表
   最近一年度財務比率
公司名稱：英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司(股票代號：3661)
	輔導推薦證券商
	群益證券股份有限公司、大華證券股份有限公司、寶來證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	莊淑娟 87898888*5121

	註冊地國
	英屬開曼群島

	訴訟及非訟代理人
	湯治華

	主要營運地
	中華民國、美國、大陸、日本


	公司簡介(公司介紹、投資架構、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司介紹】
Alchip Technologies, Limited. (以下簡稱本公司)係一家設立於英屬開曼群島之為專門提供高複雜度、高產量系統單晶片(SoC)設計及製造服務的領導業者，基於全球發展策略考量，集團分別在美國、上海、日本成立子公司，並於2005年在臺灣臺北設置營運總部及新竹子公司。截至2010年9月底止，員工總人數約178人。

本公司團隊包含來自美國矽谷與日本的SoC設計專家，具有20年以上半導體產業管理經驗，尤其專精於高階製程及晶片設計。本公司專注於提供65奈米以下深次微米製程的系統單晶片，以及特殊應用積體電路(ASIC)解決方案，目標在於協助系統產品客戶在最短時間完成低成本、高複雜度的晶片設計，以加速客戶產品上市，本公司所設計之晶片的應用市場包含消費性電子產品，如:可攜式電話、高解析度電視、通訊設備以及企業用網路、儲存及運算等。

本公司主要營運模式，為提供專業的後段設計技術，包含產品於制訂規格之初，即開始參與包含規格、封裝、測試等後段設計的技術規範和成本控制，提供客戶製程及智財成熟度等專業意見。當客戶端的前段設計完成後，再經由本公司負責後端的設計，測試及封裝。其中的關鍵在於發展產品，而非只是服務，而是以客戶的產品為產品，客戶終端市場為市場，將產品的設計及量產的品質達到最優化。

【投資架構】
【歷史沿革】
2002年09月

上海子公司成立。
2003年02月

世芯電子於開曼群島註冊成立豁免公司。

2003年4月

香港子公司成立。

2003年4月

開曼世芯電子以換股方式投資香港子公司及上海子公司。

2003年05月

美國子公司成立。

2003年08月 

完成第一個0.13微米晶片設計。

2004年 2月

日本子公司成立。

2004年07月

加入台積電設計中心聯盟(DCA) 。

2004年09月

獲日本大廠M公司0.13微米，16M gate設計訂單。

2004年11月

完成第一個90奈米、6M gate高階消費性電子SoC設計，並於2005年下半年進入量產。

2005年01月

臺灣營運總部成立。
2005年04月

贏得90奈米、500MHz高速運算SoC設計訂單，成為全球第一個在台積電進入90G量產的產品。

2005年08月

單月出貨量高達1百萬顆系統單晶片。

2006年06月

完成65奈米ARM 1176嵌入式多核心應用處理器發展。

2006年09月

贏得日本系統大廠數位攝影機SoC設計訂單。

2006年11月

通過ISO 9001認證。

2006年12月

單月出貨量高達2百萬顆系統單晶片。

2007年02月

贏得65奈米SoC設計訂單。

2007年05月

贏得日本系統大廠HDTV SoC設計訂單。

2007年06月

單月出貨量高達2百50萬顆系統單晶片。

2007年07月

採用Verigy V93000 Pin-Scale 800系統為其新一代晶片測試機台。

2008年01月

贏得系統大廠行動通訊裝置SoC設計訂單。

2008年02月

取得ARM授權。

2008年03月

贏得日本系統大廠數位電視SoC設計訂單。

2008年03月

加入Cadence (Power Forward Initiative；PFI) 聯盟。

2008年04月

加入ARM Connected Community成為ARM 合作夥伴。

2008年05月

與SONY半導體事業部(SONY Semiconductor Group)成為封裝技術之合作夥伴。

2008年06月

被評為2008《電子工程專輯》“十大中國傑出服務型IC設計公司”。

2008年08月

採用Synopsys Eclypse的低功耗設計解決方案。

2008年10月

量產65奈米 turnkey統包服務。

2008年11月

在中國贏得第一個65奈米 turnkey統包服務設計案。

2008年12月

榮獲日本系統大廠「Green Partner」綠色夥伴殊榮。

2008年12月

設置熱流及自動化測試分類機。

2009年02月

參與電子束創始計畫(ebeam Initiative)。

2009年04月

獲選為台積電全球九大VCA會員之一。

2009年12月

量產55奈米 turnkey統包服務。

2009年12月

完成系統大廠40奈米Mobile Game設計案。

2010年06月

32奈米設計研發中。

2010年09月
55奈米設計案累計出貨量達七百九十萬顆系統單晶片。
【經營理念】
世芯電子致力於確保客戶一次投片成功並快速將產品導入市場，提供高複雜度及先進製程的SoC設計，對於客戶的要求充分暸解，同時制定了標準的工作流程，前端的產品經理，負責提供客戶全部的資源需求，直到量產時，就轉到後端量產之產品經理，後端的產品經理，並設有產品生產控制專員，客戶服務人員，將客戶在量產時的需求，委由生產部門，精準的達成客戶的要求；同時分享客戶後端的經驗，以協助客戶達到產品的最優化。世芯電子在設計策劃及產品交貨都能如期達到，這也是A公司樂意與世芯電子簽下長期合約其中一個很大的因素。
【未來展望】

半導體發明至今經過60年的發展，綜觀在進入深次微米世代後的半導體產業，有三個發展趨勢：半導體產業的商業模式從一開始系統公司垂直整合到現今的專業分工；半導體製程技術依循摩爾定律發展到今日已邁向28奈米製程節點(process node)；和系統商品採用SiP(堆疊封裝技術)與整合系統單晶片(SoC)模式，以求最大的市場競爭力。
世芯電子未來仍持續專注其本身的核心業務-高階製程SoC之研發、設計及製造，並與世界級的晶片製造代工廠緊密合作，以領先的技術提升臺灣在晶片設計產業的國際地位。整體產業將持續成長，本公司由於積極投入研發，尤其是在先進製程(90nm, 65nm,40nm 及28nm)的設計流程與技術，以及針對一般商用EDA軟體的使用與改良，在加上於封裝及測試的管理合作，使公司能在高階產品的計劃提前量產，同時也增加在系統整合的能力，讓本公司的客戶群能夠領導市場。



                                                                          

	主要業務項目：
世芯電子從事專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)及系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產業務，尤其擅長高複雜度深次微米高階製程晶片。

	公司主要產品所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	ASIC及晶圓產品
	提供客戶委託量產ASIC產品(Mass Production)及向晶圓代工廠(Fab)投片。係先前已與客戶有過委託設計的合作，客戶驗收過試產樣品無誤後，委託本公司量產及投片後，本公司交與客戶ASIC及晶圓產品。
	主要產品包含四大類:
數位電視市場、通訊網路市場、其他消費性電子產品、利基型產品如醫療設備器材、車用電子產品等。
	223,829
	23.6

	委託設計( N R E )
	主要提供設計產品時所需的電路設計元件資料庫和各種矽智慧財產(SIP)，以及製作產品光罩組的電路圖，並委託代工廠生產光罩、晶圓、切割與封裝，再由公司工程人員做產品測試，之後交由客戶試產樣品。
	主要產品包含四大類:
數位電視市場、通訊網路市場、其他消費性電子產品、利基型產品如醫療設備器材、車用電子產品等。
	715,623
	75.45

	其他
	提供客戶後端晶圓製造、封裝、測試的服務。
	主要產品包含四大類:
數位電視市場、通訊網路市場、其他消費性電子產品、利基型產品如醫療設備器材、車用電子產品等。
	9,013
	0.95

	合計
	948,465
	100.00


                                                                          

	最近二年度簡明合併損益表及申請年度截至最近月份止之自結合併損益表  
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	97年度
	98年度
	99 年截至11月30
日止

	營業收入
	1,196,072
	948,465
	2,183,481

	營業毛利
	305,179
	531,653
	568,667

	毛利率(%)
	26
	56
	26

	營業外收入
	32,871
	12,585
	10,131

	營業外支出
	63,900
	15,108
	             31,482

	稅前損益
	(214,131)
	10,465
	190,774

	稅後損益
	(207,893)
	14,852
	156,910

	每股盈餘（元）
	(4.71)
	0.33
	3.16

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-


註1: 以普通股、可轉換特別股之加權流通在外平均股數計算；由於2010年6月30日可轉換特別已全數轉換為普通股,2008~2009年度依此假設計算可轉換特別股轉換之加權流通在外平均普通股股數分別為 44,110仟股及45,465仟股。
註2:2008-2009度為經會計師查核之財務報表；2010年11月30日為自結之財務報表。

	最近二年度簡明合併資產負債表及申請年度截至最近期止之自結合併資產負債表

 單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	97年底
	98年底
	99年11月30日

	流動資產
	448,924
	635,981
	1,383,166

	基金及長期投資
	-
	-
	-

	固定資產
	300,264
	460,914
	345,371

	無形資產
	68,272
	113,103
	92,012

	其他資產
	49,403
	47,660
	10,998

	資產總額
	866,863
	1,257,658
	1,831,547

	流動
負債
	分 配 前
	225,197
	588,061
	424,743

	
	分 配 後
	225,197
	588,061
	424,743

	長期負債
	152,607
	831,199
	-

	其他負債
	6,267
	6,199
	-

	負債
總額
	分 配 前
	1,062,663
	1,428,212
	424,743

	
	分 配 後
	1,062,663
	1,428,212
	424,743

	股本
	468
	456
	510,242

	資本公積
	557,256
	542,836
	666,395

	保留
盈餘
	分 配 前
	(805,903)
	(771,150)
	156,910

	
	分 配 後
	(805,903)
	(771,150)
	156,910

	長期股權投資
未實現跌價損失
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	174
	(6,473)
	73,257

	股東權益總額
	分 配 前
	(195,800)
	(170,554)
	1,406,804

	
	分 配 後
	(195,800)
	(170,554)
	1,406,804


註1:2006~2009年度因每股面額尚未由美金$0.0005轉換為新台幣$10及特別股尚未轉換為普通股，故股本及資本公積與登錄興櫃發行股本及資本公積數額差異甚大。
註2:2008-2009度為經會計師查核之財務報表；2010年11月30日為為自結之財務報表。。

                                                                     

	最近一年度財務比率

	年度
項目
	97年
	98年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	25.52
	56.05

	
	流動比率(%)
	199.35
	108.15

	
	應收帳款天數(天)
	54
	80

	
	存貨週轉天數(天)
	14
	66

	
	負債比率(%)
	123
	114


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]
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